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１．はじめに

 近年、様々な電気製品に用いられる電子基板は小型・高

密度化し、また実装される電子部品も様々な高性能なもの

が開発され、その接続方法も多種多様化している。従来に

おいてもその半田実装部の品質確認にはⅩ線が使用され

ることがあったが、明確な検査基準や規格も無いため、ど

のような解析手法が適しているのか、また得られた情報の

どの部分をどのように判断してよいか相応の知識が無い

限り解析が困難であるのが現状である。

 そこでⅩ線による半田実装部の品質確認について、経験

が浅い方でも、的確な識別・判断ができるようにすること

を目的に代表的な故障状態とそれに対応する様々な解析

データを収集し、Ⅹ線による半田実装部の故障解析や品質

確認に役立つデータベースを作成した。

２．Ⅹ線による故障解析データベースの作成と効果 

データベースは閲覧者が自分の知りたい情報まで簡単

に辿り着くことができるように電子ファイルで作成する

こととした。データベースのホーム画面を図 1 に示す。故

障状態（一般的な不具合名称）を縦軸に、またそれに対す

る解析手法等の項目を横軸にした一覧表にすることによ

り全体が容易に把握できる構成となっている。

横軸の項目は下記のとおりである。

・特徴（故障要因や発生タイミング等）

・Ⅹ線透過像

・CT 断層画像

・CT3 次元立体像

・断面観察像（機械研磨による）

・その他、解析手法に対するコメント等

それぞれの解析手法の欄には〇△×の記号が記されて

いるが、これは各故障状態に対する様々な解析手法の有効

性を表したものである。（解析手法として〇：適している

△：場合によっては適している×：適さない）また、この

一覧表に記載されている情報から更に詳しい情報を知る

ことができるように表中には多くのリンクを貼り、各故障

状態に対する詳細な解析データや解析手法についてのコ

メントが閲覧できる。例えば電子基板のショート（内層不

良）が疑われる場合、この一覧表から CT による断層撮影

が解析手法として最も適しているのが分かる(図 1 矢印部)。
そして CT 断層に対応する〇印をクリックすると CT 断層

画像による解析事例とコメントが表示(図 2)され、図中点

線部で内層のショートが判別でき非常に良好な解析手法

であることが確認できる。一方、透過像に対応する×印を

クリックすると、解析が困難と思われるⅩ線透過像とコメ

ントが表示(図 3)され、解析手法としては適していないと

いうことが確認できる。

解析手法として ○：適している △：場合によっては適している ×：適さない

図 1. Ⅹ線による故障解析データベースのホーム画面 

図 2. CT断層に対応する〇部をクリックした場合 

図 3. 透過像に対応する×部をクリックした場合 
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現在、当所では本データベースを利用した技術支援を実

施している。従来は解析手法の違いによる問題の識別・判

断について口頭で説明していたが、その違いを十分に伝え

ることが困難であった。現在は本データベースに掲載され

ている故障状態に類似した案件であれば、解析手法の違い

による解析結果の違いが非常に分かりやすくスムーズに

伝えられることから業務の効率化が図れる。また、利用す

るお客様からもわかりやすく納得のいくサービスが受け

られると好評を頂いている。

３．今後の展開

現段階ではデータベースのオンライン公開は行ってい

ないが、将来的には実装関係の問題が生じたときに使用で

きるⅩ線による故障解析の教本になる可能性もある。Ⅹ線

による故障解析の現状を広め、普及させるという意味でも

大きな社会的効果が見込まれるので何らかの形で公開す

ることを考えている。

今後、利用価値の高いデータベースにするためには更に

多くの故障状態に対する解析事例が必要であり、大きな課

題である。もともと故障とは偶然の産物であり、それを意

図的に作製することは困難である。例えば BGA アライメ

ント不良の解析事例が欲しいと思っても頻繁に発生する

現象ではないので自作をして解析を行う必要がある。今回

は生基板の上に前もって周囲にチップ部品を接着し、意図

的に ICがずれて実装されるようにした試料を作製した(図
4)。しかし、どの程度ずらせば適当なアライメント不良が

起きるのか情報が無いため、少しずつ変位量を変えながら

試行錯誤した。このように作製した試料についてⅩ線透過

像(図 5)や CT 断層像、CT 立体像(図 6)、BGA スコープ画

像(図 7)による解析ができる状態になる。以上のようにた

った一つの項目を増やすだけで膨大な時間・労力がかかる

ので、適当な故障状態を自作することは効率が悪い。この

ような事情から今後は自作を行わず、遭遇した故障事例を

積み重ねることで更に充実したデータベースを作成して

いく予定である。また、故障パターンは無限に存在するた

め、今後も長い年月をかけて継続して作成し続ける必要が

ある。
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図 4. 自作した試料（アライメント不良） 

図 5. アライメント不良の透過像 

図 6. アライメント不良の CT立体像 

図 7. アライメント不良の BGAスコープ画像 
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